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トップインタビュー ●Top Interview

人としての優しさと卓越した創造力を

基本に、あくなき「挑戦」によって、

豊かな未来社会の創造に貢献する―

これがタツモの経営理念です。

開発型企業として、タツモは常に「人」に

役立つ最先端を追求しています。

求められる最先端を
「人」の視点から創造する。

　環境が悪化して迎えた半導体関連業界の2012年は、

後半に回復を見込んでいましたが、設備投資ストップの

状態が続き、年末の円安でやっと動き出したという状態で

す。売上高が前期比で42％減少し、開発装置のコストが

嵩み、会計上においては仕掛品の減損処理、回収が長期

化した売掛金の貸倒引当金引き当て、繰延税金資産の取

り崩しがあり、多額な赤字計上となりました。

多額な赤字計上・無配を深く反省
開発装置の量産化を加速し
新中期経営計画を必達

● アプリシアテクノロジーとの協業
● ベトナム新工場による原価低減
● 新規分野の開発加速

第41期の総括をお願いいたします。
業績及び事業報告

池田 俊夫
代表取締役社長
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　配当につきましては、今年新たに発表した「TAZMO	

Vision	 2015」で明示しております通り、配当性向

20%以上を目標としております。当社は、独自性豊かな

技術ならびに事業革新に邁進してまいりますので、今後

とも、株主さまのより一層のご指導、ご鞭撻を賜りますよ

う、よろしくお願い申し上げます。

　

　今年度より液晶装置部、システム機器部を廃止し、営業

部、技術部、製造部の3部制としました。営業力の強化、原

価低減、製造コスト削減を図るためです。特に建設中のベ

トナム新工場が、3月に完成いたします。アルミ材価格、

電力料金、人件費等により40%の装置原価低減を見込

んでいます。新規開発した高速枚葉洗浄機を、今年1月

10日に子会社化したアプリシアテクノロジー株式会社の

クラス10のクリーンルーム、検査装置を利用して検証、

販売していきます。さらに同社の製造部門をタツモが担

当いたします。2社のユーザーはほぼ同一であり、シナ

ジー効果により売上を拡大いたしていきます。

　有機EL照明用塗布装置、基板検査装置も複数台出荷

しており、今後、量産装置に向けての開発・営業活動を進

めていきます。無機EL照明においても、昨年多数のユー

ザーにサンプル出荷させていただき、今年より売上が計

上できる見込みです。TSVプロセス装置も開発を加速さ

せ量産機械出荷を進めます。

　先般発表させていただいた新中期経営計画について

は、既存事業に加えて新規事業を始めるのではなく、この

3年で過年度の投資を刈り取るという事業展開で必ず達

成いたしたいと思っています。

第42期の取り組みをお聞かせください。
今年度の見通し

最後に株主さまへの
メッセージをお願いいたします。

新中期経営計画における配当方針

新たな柱の確立
全社員が先端の技術	・	 情報を得るために、常に「挑

戦」の気持ちを持って行動し、貪欲に変化し続ける。
●	独自性のある装置（性能、コスト、サービス）を着実

に作り上げる。	
●	 事業を見据えた研究開発に焦点を絞り、その効率

を高め将来の収益確保とする。

2015年度目標数値
売 上 高
経 常 利 益 率
配 当 性 向
研 究 開 発 費

120億円 以上
5% 以上

20% 以上
3年間で10億円

TAZMO Vision 2015の基本方針
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● トピックス

　2013年1月、事業拡大の施策としてアプリシア

テクノロジー株式会社を株式取得により子会社化い

たしました。

　アプリシアテクノロジー株式会社は、半導体製造

向けの枚葉式洗浄装置、バッチ式浸漬洗浄装置、リ

ン酸再生・循環関連装置及びそのプロセス技術の研

究開発、製造、販売を行っており、優秀な技術者を多

数擁しております。また、岡山市にあります岡山技術

センターには、クラス10のプロセスラボ用クリーン

社 名

本 店 所 在 地

事 業 内 容

従 業 員 数

営業所及び工場

子 会 社

アプリシアテクノロジー株式会社

東京都中野区本町一丁目32番2号
ハーモニータワー　22階

半導体製造装置及びそのプロセ
ス技術の研究開発、製造、販売

80名（2013年1月現在　連結） 

岡山技術センター
四日市サポートセンター

アプリシア製造株式会社
亞普恩科技股份有限公司
阿普理夏 子科技（上海）有限公司

ルームがあり、お客様向けデモンストレーション及び

各種試験（検証・開発）を、実際の装置使用環境によ

り近い環境で行うことができます。

　タツモグループがアプリシアテクノロジー株式会

社を子会社化することで、洗浄装置関連の営業強化

や洗浄・エッチングに関するノウハウの蓄積が図れる

とともに、当社が開発中の300mmウェーハ対応枚

葉洗浄装置の開発を加速させ、タツモグループの更

なる発展を目指してまいります。

アプリシアテクノロジー株式会社を子会社化

洗浄装置の営業を強化し
更なる発展を目指す

● 会社概要

OPICST
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バッチ式浸漬洗浄・エッチングシステム TIGRIS®

200mm/300mmウェーハ対応の浸漬式のバッチシス
テム。各種モニタによるプロセス管理で、高品質洗浄・
エッチングプロセスを実現します。

枚葉式洗浄・エッチングシステム CENOTE®

チャンバーのユニット化による雰囲気独立制御、及び薬液の
種類、混合比率、流量、温度を正確にコントロールすること
により高清浄度の枚葉洗浄、精密エッチングを実現します。

ミニバッチタイプ枚葉式 ALD成膜システム QXP8300 連続式リン酸再生・エッチング制御システムNISON®  VESPER

ウエットベンチとの組み合わせにより窒化膜と酸化膜のエッ
チング選択比の制御が可能。さらにリン酸を再生できるの
で、装置のダウンタイムと廃液の削減を同時に実現します。

スラリー混合・供給システム iSIS™ 1200 J

CMPプロセスで使用される各種スラリーの希釈・混合及
び供給を行うシステム。キャビネットが2分割されており、
それぞれに混合部と供給部を持つことで、リダンダン
シー供給を可能にします。

従来の枚葉式の拡張版としてスループットを高めたミニバッチタイプの
米アイクストロンインク社製ALD装置。最新の反応室により従来機に比
較し成膜速度を大幅に向上させ、独自開発の気化器により気化効率を大
幅改善するとともに、気化の難しい低蒸気圧原料にも幅広く対応します。

検 査 室

ウェーハ異物検査装置、膜厚測定装置等、高水準の検査・
分析装置を多数導入。装置の評価や、プロセスの開発・検
証が社内で実施可能です。

センター内には約500㎡のクラス10、約220㎡のクラス
1000のクリーンルーム及び各種デモ装置を備えており、
日々プロセス開発や装置のデモンストレーションが行われ
ています。

エッチング（etching）：化学反応などを利用した表面加工の技法。半導体製造工程において膜を形状加工する(削る)技術に応用されている。化学薬品の水溶液の化学反応によるウエットエッチング
と、ガスを用いるドライエッチングの2種の方法がある。

クリーンルーム（C10）

岡山技術センター



事業の概況 ●Operating Results

第40期 第41期第39期

1,639
1,523 

1,390 

（百万円）

第40期 第41期第39期

5,696

9,181
3,484

4,193

4,446

8,639

1,139 

4,448 
3,309 

半導体関連機器
液晶製造装置

（百万円）

2012年度 連結業績

　 液晶製造装置

　 半導体関連機器

　当社グループを取りまく事業環境は、液晶業界におきまして

は、液晶テレビの普及が急速に進んだため、製造ラインもほぼ

飽和状態となっており、設備投資も予想以上に減少してしまい

ました。半導体業界においては、スマートフォンなどの最終製品

は好調でありましたが、半導体メーカーが設備投資を行うまで

にはいたりませんでした。

　以上の結果、当連結会計年度の売上高は5,838百万円（前

期比42.6％減）、営業損失1,137百万円（前期は営業損失

４百万円）、経常損失1,062百万円（前期は経常損失27百万

円）、当期純損失1,183百万円（前期は純損失328百万円）と

なりました。

　液晶製造装置につきましては、液晶テレ
ビ市場が成熟化してきたことにより、新規
装置の受注・売上は激減し、当連結会計年
度の売上高は1,139百万円となりました。

　金型・樹脂成形事業につ
きましては、デジタル家電
向けなどの需要はありま
したが、価格・納期ともに厳
しい状態が続いており、当
連結会計年度の売上高は
1,390百万円となりまし
た。	 	

セグメント別概況

2012年度
連結会計年度

自　2012年 1月 1日
至　2012年12月31日

前連結会計年度
自　2011年 1 月 1 日
至　2011年12月31日

対前期
増減率

売上高 5,838 百万円 10,163 百万円 42.6%減 

営業損失（△） △1,137 百万円 △4 百万円 − 

経常損失（△） △1,062 百万円 △27 百万円 − 

当期純損失（△） △1,183 百万円 △328 百万円 − 

2012年度 連結業績

　半導体関連機器につきましては、受注状
況は厳しい状態で推移し、当連結会計年度
の売上高は3,309百万円となりました。

 プロセス機器事業  金型・樹脂成形事業

ご参考
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財務ハイライト（連結）●Financial Highlights

第39期
（10/12）

第40期
（11/12）

第41期
（12/12）

第39期
（10/12）

第40期
（11/12）

第41期
（12/12）

第39期
（10/12）

第40期
（11/12）

第41期
（12/12）

第39期
（10/12）

第40期
（11/12）

第41期
（12/12）

第39期
（10/12）

第40期
（11/12）

第41期
（12/12）

第39期
（10/12）

第40期
（11/12）

第41期
（12/12）

10,821 10,163

5,838

354

△27
△1,062

383

112.91

△96.60

△348.11

12,924

10,203
9,389

6,324
5,932

4,852

△328

△1,183

売上高（単位：百万円） 経常損益（単位：百万円） 当期純損益（単位：百万円）

1株当たり当期純損益（単位：円） 総資産（単位：百万円） 純資産（単位：百万円）
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財務諸表 ●Financial Statements

連結貸借対照表 連結損益計算書

科目 前連結会計年度末
（平成23年12月31日現在）

当連結会計年度末
（平成24年12月31日現在）

資産の部

流動資産 6,575 5,490

固定資産 3,628 3,899

資産合計 10,203 9,389

負債の部

流動負債 3,387 3,641

固定負債 883 895

負債合計 4,270 4,536

純資産の部

株主資本 6,039 4,845

資本金 1,395 1,395

資本剰余金 1,909 1,909

利益剰余金 2,735 1,541

自己株式 △ 0 △ 0

その他の包括利益累計額 △ 115 △ 16

その他有価証券評価差額金 △ 7 1

為替換算調整勘定 △ 107 △ 17

新株予約権 8 23

純資産合計 5,932 4,852

負債及び純資産合計 10,203 9,389

（注）記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

科目
前連結会計年度

（ 自　平成23年 1 月 1 日
至　平成23年12月31日 ）

当連結会計年度
（ 自　平成24年 1 月 1 日

至　平成24年12月31日 ）

売上高 10,163 5,838

売上原価 8,400 5,294

売上総利益 1,763 544

販売費及び一般管理費 1,767 1,682

営業損失（△） △ 4 △ 1,137

営業外収益 24 112

営業外費用 47 37

経常損失（△） △ 27 △ 1,062

特別利益 0 1

特別損失 12 — 

税金等調整前当期純損失（△） △ 39 △ 1,061

法人税、住民税及び事業税 16 10

法人税等調整額 272 111

少数株主損益調整前当期純損失（△） △ 328 △1,183

当期純損失（△） △ 328 △ 1,183

（注）記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

（単位：百万円） （単位：百万円）
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貸借対照表 損益計算書

科目 前事業年度末
（平成23年12月31日現在）

当事業年度末
（平成24年12月31日現在）

資産の部

流動資産 5,992 4,682

固定資産 3,716 4,409

資産合計 9,708 9,091

負債の部

流動負債 2,967 3,543

固定負債 847 856

負債合計 3,814 4,400

純資産の部

株主資本 5,892 4,666

資本金 1,395 1,395

資本剰余金 1,909 1,909

利益剰余金 2,588 1,362

自己株式 △ 0 △ 0

評価・換算差額等 △ 7 1

その他有価証券評価差額金 △ 7 1

新株予約権 8 23

純資産合計 5,893 4,691

負債及び純資産合計 9,708 9,091

（注）記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

科目
前事業年度 

（ 自　平成23年 1 月 1 日
至　平成23年12月31日 ）

当事業年度
（ 自　平成24年 1 月 1 日

至　平成24年12月31日 ）

売上高 9,735 5,174

売上原価 8,267 4,909

売上総利益 1,467 265

販売費及び一般管理費 1,458 1,384

営業利益又は営業損失（△） 8 △ 1,119

営業外収益 95 138

営業外費用 61 80

経常利益又は経常損失（△） 42 △ 1,061

特別利益 0 1

特別損失 11 40

税引前当期純利益又は
税引前当期純損失（△） 31 △ 1,100

法人税、住民税及び事業税 3 2

法人税等調整額 274 112

当期純損失（△） △ 246 △ 1,215

（注）記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

（単位：百万円） （単位：百万円）
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株式情報 ●Stock Information 

 株式の状況	（2012年12月31日現在）	

13,600,000株
3,400,000株

2,169名

株式の総数
発行可能株式総数
発行済株式の総数
株主数
大株主（上位12名）

株価チャート

株主名 持株数 持株比率

株式会社大江屋 745,000 株 21.91 %

東京応化工業株式会社 360,000 10.58 

タツモ従業員持株会 209,400 6.15 

中銀リース株式会社 101,500 2.98 

鳥越　琢史 85,000 2.50 

株式会社中国銀行 74,500 2.19 

鳥越　紀男 70,000 2.05 

株式会社石井表記 68,200 2.00 

株式会社ニッコウトラベル 67,800 1.99 

三菱UFJモルガン・スタンレー　
証券株式会社

60,000 1.76 

中銀カード株式会社 60,000  1.76 

中銀保証株式会社 60,000  1.76 

（注）持株比率は自己株式数(416株）を控除して算出しております。

2,169名

2,169名

●個人・その他....................2,093名
●その他法人..........................52名
●金融商品取引業者 ..............13名
●信託銀行................................ 2名
●銀行........................................ 2名
●生命保険会社........................ 2名
●外国法人等............................ 2名
●損害保険会社........................ 1名
●その他金融機関.................... 2名

●1単元未満............................53名
●1単元以上...................... 1,567名
●5単元以上..........................220名
●10単元以上........................267名
●50単元以上..........................24名
●100単元以上 .......................26名
●500単元以上 .........................8名
●1,000単元以上......................3名
●5,000単元以上......................1名

所有者別株主分布

所有単元数別株主分布

※自己株式は個人・その他に含めて記載しております。

※自己株式416株は１単元以上に含めて記載しております。

900

30,000

60,000

90,000

120,000

300

600

150,000

12/9 12/10 12/11 12/12 13/112/1 12/2 12/3 12/4 12/5 12/6 12/7 12/8
0

株価（円）

始値

高値

安値

終値

終値

高値

安値

始値

出来高（株）
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会社概要 ●Corporate Profile

 会社概要	（2012年12月31日現在）	

主 要 取 引 銀 行

取締役及び監査役
（2013年3月27日現在）

株式会社中国銀行
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

代表取締役会長 鳥 　 越 　 俊 　 男

代表取締役社長 池 　 田 　 俊 　 夫

常 務 取 締 役 福 　 井 　 　 　 啓

取 締 役 亀 　 山 　 重 　 夫

取 締 役 山 　 邊 　 　 　 浩

取 締 役 藤 　 原 　 壽 太 郎

常 勤 監 査 役 山 　 本 　 正 　 治

監 査 役 瀧 　 本 　 　 　 博

監 査 役 佐 々 木 　 　 　 健

監 査 役 大 　 山 　 邦 　 雄

商 号 タツモ株式会社

本 社 所 在 地 〒715−8603
岡山県井原市木之子町6186番地

設 立 1972年2月

資 本 金 1,395,240千円

事 業 内 容 半導体製造装置、搬送ロボット、
液晶製造装置、精密金型及び樹脂成形品、
プリント基板検査装置などの開発・製造・販売

従 業 員 数 335名（連結621名）

営業所・工場及び支店 第二工場・第三工場・第五工場	 	 	
横浜営業所・台湾支店	 	 	

子 会 社 プレテック株式会社
TAZMO	INC．（米国）
上海龍雲精密機械有限公司（中国）
大連龍雲電子部件有限公司（中国）
TAZMO	VIETNAM	CO.,LTD.（ベトナム）
TAZMO	KOREA	CO.,LTD.（韓国）

IR情報を当社のホームページに
掲載いたしておりますので、こち
らからもご覧ください。

http://www.tazmo.co.jp/

ホームページのご案内
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タツモ株式会社

事 業 年 度
定 時 株 主 総 会
株 主 名 簿 管 理 人
特別口座の口座管理機関
同 連 絡 先

公 告 掲 載 新 聞

［手続き書類のご請求方法］

株主メモ

〒715-8603　岡山県井原市木之子町6186番地

毎年1月1日から12月31日まで
毎年3月
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社
大阪市中央区伏見町三丁目6番3号
（〒541-8502）
三菱UFJ信託銀行株式会社　大阪証券代行部
●お問い合わせ先
　0120-094-777（フリーダイヤル）
●各種お手続き用紙のご請求
　0120-684-479（フリーダイヤル）
株式関係のお手続き用紙のご請求は、次の三菱UFJ信
託銀行のインターネットでも24時間承っております。
　http://www.tr.mufg.jp/daikou/
日本経済新聞

○音声自動応答電話によるご請求	 0120-684-479（フリーダイヤル）
○インターネットによるダウンロード	 http://www.tr.mufg.jp/daikou/


